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ABSTRACT

自1987年台灣積體電路公司(TSMC)的創立，全球積體電路產業逐步走向了晶圓代工時代，因而促使積體電路之產業鏈與

其供應鏈產生了明顯地變化，值此時際，產業間合作緊密的價值鏈亦隨之轉變。 以全球IC產業的發展來看，可分為：系

統公司時代、整合元件製造（Integrated Devicd Manufacturer；簡稱IDM）時代、晶圓時代，以及後晶圓時代；其產業特性

為高投資成本、技術密集、高設備折舊、競爭激烈等，並且各生產階段精細分工，成為一個垂直整合且具有高附加價值的

工業；然而，台灣的IC產業從上游到下游，包括專業IC設計公司(IC Design House or Fabless)、光罩(Mask)製造廠、專業晶

圓代工廠(Fab)、專業封裝與測試公司(Assembly/ Package and Testing Facilities)等一應俱全，且密集群聚於科學園區以週邊城

市，發展成一完整的垂直分工體系，故台灣IC產業的供應鏈型態，與全球IC產業之供應鏈，有明顯地不同。 鑑於此，IC

產業亦轉變成經濟成長之基礎產業，並在全球經濟體系中扮演著至關重要的角色，同時，該產業的變遷亦與其供應鏈之轉

變，兩者間存在者明顯的連動關係。 故本研究進一步探究IC產業與其供應鏈間之動態關係發現：產業鏈之強度，取決於

其中最脆弱的一環，而這最脆弱的一環，亦是最易受影響的一環，當此環受到衝擊時，將可能是產業發生烈變的起源。
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